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内容概要

　　《smt技术基础与设备(第2版)》系统阐述了表面组装元器件、表面组装材料、表面组装工艺、表
面组装设备原理及应用等smt基础内容。

　　在第2版的修订中特别强调了生产现场的技能性指导。
针对smt产品制造业的技术发展及岗位需求，详细介绍了表面组装技术的smb设计与制造、焊锡膏印刷
、点胶、贴片、波峰与再流焊接、检验、清洗等基本技能。

　　为解决学校实训条件不足和增加学生感性认识的需要，书中配置了较大数量的实物图片。
本书可作为中等职业技术学校电子技术应用专业、电子材料与元器件制造专业的教材，也可作为其他
相关专业的辅助教材或smt企业工人的自学参考资料。
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章节摘录

版权页：插图：污染物是各种表面沉积物或杂质，以及被SMA表面吸附或吸收的一种能使SMA的性能
降级的物质.这些不同类型的污染物可归纳为极性和非极性两类。
（1）极性污染物。
极性污染物的分子具有偏心的电子分布，即在分子中的原子之间“连接”的电子分布不均匀，这就叫
做“极性”特征。
如.HCI或NaCl的极性分子分离时，产生正的或负的离子。
这种自由离子是良好的导体，能引起电路故障，还能与金属发生强烈反应，导致电路板腐蚀。
另外，极性污染物也可以是非离子化的。
当非离子化的极性污染物出现在电场中，同时又有高温或有其他应力存在时，不同的负电性分子自身
就排成行形成电流.（2）非极性污染物。
非极性污染物是没有偏心电子分布的化合物，而且不分离成离子，也不带电流.这种类型的污染物大多
数是由长链的碳氢化合物或碳原子的脂肪酸组成的。
通常，非极性污染物是绝缘体，不产生腐蚀和电气故障，但使可焊性下降和妨碍SMA有效电测试。
而且，极性污染物有可能夹杂在非极性污染物中+或被非极性污染物覆盖，如果极性污染物暴露在外
面，就有可能出现电气故障。
从清洗角度来分析，焊剂主要有两种类型：可溶于有机溶剂的和可溶于水的。
可溶于有机溶剂的焊剂是SMA用的标准型焊剂，并且广泛应用于再流焊接的焊锡膏和双波峰焊接工艺
中。
它们主要由天然树脂、合成树脂、溶剂、润湿剂和活化剂等成分组成。
焊剂在去除焊接部位的氧化物和降低焊料表面张力，提高润湿性的同时，也是SMA上污染物的主要来
源。
这种污染物是焊接工艺之后加热改型的焊剂生成物。
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编辑推荐

《SMT技术基础与设备(第2版)》配套PPT课件，视频短片，请到华信教育资源网下载。
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